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CONVEGNI| MEC= PACK

12 NOVEMBRE 2009

13 NOVEMBRE 2009

SALA 1

9:30-12:00
CONVEGNO: L' evoluzione tecnologica nello sviluppo e nella produzione
di componenti in lega leggera: Ti, Al, Mg.

Il convegno intende illustrare le piti rilevanti tra le numerose e radicali innovazioni
tecnologiche intercorse negli ultimi anni nell'ambito dei processi convenzionali di
fabbricazione di componenti in lega leggera (Titanio, Alluminio, Magnesio) e mostrare
gli approcci utilizzati per poter ottenere il massimo beneficio dalle tecnologie utilizzate.
Saranno oggetto del convegno sia le tecnologie fusorie che quelle di deformazione,
con una particolare attenzione ad inquadrare ogni tecnologia per quanto attiene ai
metodi di fabbricazione, alle proprieta dei componenti realizzati, alla modalita di
progettazione dei processi, in molti casi messi a punto da team congiunti di progettisti
ed ingegneri di produzione.

Intervent:

Tecnologie di pressocolata sotto vuoto di alluminio e magnesio

Tecniche di progettazione integrata nella realizzazione di getti in gravita di alluminio
Principali innovazioni nel settore dell'estrusione: nuovi processi e nuovi materiali
Lo stampaggio del titanio: requisiti di prodotto e progettazione di processo

| trattamenti termici del titanio: scelta e ottimizzazione

14:30-17:00

CONVEGNO: Processi di trasformazione secondaria di leghe metalliche
e materiali in genere e relative attivita operative connesse

La presente sessione convegnistica vuole illustrare nel dettaglio la trasformazione
sequenziale di leghe primarie, ma anche I'eventuale possibilita di combinazione
delle stesse, in elementi meccanici funzionali finiti.

Lillustrazione di tali interventi di processo secondari come fusioni, forgiatura,
stampaggio, formatura con polveri e altri piti dettagliati interventi mettera in evidenza
la loro inevitabile e conseguente ricaratterizzazione strutturale e meccanico-
funzionale.

9:30-12:00
CONVEGNO: Trattamenti superficiali

Caratteristiche e relative applicazioni funzionali

Il convegno fornira una panoramica sui vari e diversi interventi di trattamento
superficiale a base di cromo, cobalto, nichel e altri possibili materiali.

Gli interventi illustrati saranno prevalentemente a carattere estetico, ma con
particolare risalto agli aspetti di caratterizzazione funzionale di componenti meccanici
di particolare interesse, meccanicamente funzionanti in ambiente ossidante e
COITOSIVO.

14:30-17:00

CONVEGNO: Soluzioni di Prototipazione/Produzione Rapida e Reverse
Engineering per il Packaging

Organizzato da APRI - Associazione Italiana di Prototipazione
Rapida

Chair: Luca luliano, Presidente APRI

[l mercato globale, se da un lato apre nuove prospettive alle aziende manifatturiere,
dall’altro esaspera la competitivita. Diventa pertanto imperativo ridurre il “Time to
Market” dei nuovi prodotti ed & necessario utilizzare tutte quelle tecniche che
permettono il contenimento dei tempi e costi di sviluppo. Tra queste la Produzione
Rapida e la Reverse Engineering stanno assumendo un ruolo crescente nel settore
della progettazione, realizzazione e collaudo dei nuovi prodotti.

Il convegno si pone I'obiettivo di fare il punto sullo stato dell’arte di queste tecniche
innovative e di tracciare le linee di sviluppo per il futuro attraverso la presentazione
di casi applicativi industriali.

SALA 2

9:30-12:00
CONVEGNO: Controllo delle vibrazioni e del rumore nelle macchine
automatiche

I Convegno intende fornire una rassegna di possibili interventi di controllo delle
vibrazioni e del rumore in alcuni ambiti specifici delle macchine automatiche per
I'imballaggio. Verra inoltre presentato il Laboratorio di Acustica e Vibrazioni (LAV)
che, attraverso INTERMECH, partecipa alla Rete Alta Tecnologia della Regione
Emilia Romagna.

Intervengono: Roberto Pompoli, Universita di Ferrara

Angelo Farina, Universita di Parma

Alessandro Rivola, Universita di Bologna

Riccardo Rubini, Universita di Modena e Reggio Emilia

Roberto Oppio, Lamiflex

14:30-17:00

TAVOLA ROTONDA: Contrastare Recessione e crisi economica
attraverso gli acquisti

Organizzata da ADACI, Associazione Italiana di Management degli
Approvvigionamenti

Per uscire dalla crisi occorre allentare la stretta creditizia attuata dalle banche e
stimolare la domanda di mercato.Per perseguire questo ultimo obiettivo & necessario
ridurre i costi e migliorare qualita dei beni e servizi offerti dalle imprese per renderli
pill appetibili agli occhi dei clienti. In altri termini, occorre aumentare efficacia ed
efficienza di tutto cio che viene dall'esterno dell'impresa e che in molti casi interessa
il 70% dei ricavi aziendali. E' necessario mettere in essere modelli di category
management.

Un processo di gestione delle forniture derivante dalla grande distribuzione e che
attraverso rapporti di lungo periodo con i fornitori e la sistematica attivita di gruppi
dilavoro internazionali ed interaziendali elimina ridondanze, sprechi e attivita senza
valore aggiunto e migliora prodotti e processi.

Il vecchio modo di comprare ha fatto il suo tempo!

Per aumentare la competitivita del sistema impresa occorre concentrare le principali
forniture su pochi Partners e lavorare con loro per abbattere i costi e migliorare i
prodotti. Tutto questo & stato confermato anche nel recente Summit Mondiale di
Las Vegas da analisti economici,esperti del mondo del lavoro ed accademici di
fama mondiale.

PER VISITARE LA MANIFESTAZIONE E PARTECIPARE Al CONVEGNI, PREREGISTRATEVI ON-LINE
RICEVERETE UN CODICE PERSONALE DA PRESENTARE ALLE BIGLIETTERIE, PER OTTENERE GR

9:30-12:00
CONVEGNO: Tecnologie innovative di Simulazione nella
Progettazione

Chair: Giuseppe Miccoli, NAFEMS ITALIA

Il convegno, organizzato da NAFEMS ITALIA, rappresentante italiana di NAFEMS
Int.I (The International Association for the Engineering Analysis Community), prevede
contributi afferenti all'impiego della simulazione e del virtual prototyping nei settori
pill innovativi quali materiali compositi, comportamento a crash, analisi sismica
e CFD.



SALA 3

9:30-12:00
CONVEGNO: Innovazioni nell’elettronica

Chair: Mario Salmon, Coordinatore Scientifico MECFORPACK

Intervengono:

Sensori micromeccanici in tecnologia MEMS: nuove famiglie a basso costo da
STMicroelectronics

Luca Fontanella, STMICROELECTRONICS

Sensori inerziali MEMS e interfacce wireless: nuovi scenari di innovazione per l'automazione
industriale

Andrea Rusconi, SENSORDYNAMICS

Un esempio di controllo e monitoraggio remoto wireless di 400 macchine

Roberto Lazzarini, CARPIGIANI GROUP / ALl Spa

Energy Harvesting: sistemi per realizzare sensori a bordo macchina autoalimentati
Alessandro Bertacchini, UNIMORE

14:30-17:00

CONVEGNO: Tecnologia ed applicazioni Direct Drive nell'industria

del packaging

La presentazione mira ad illustrare, partendo dai fondamenti della tecnica dei motori a
magneti permanenti e da esempi applicativi concreti, come una corretta e mirata applicazione
del Direct Drive possa consentire a costruttori ed applicatori di incrementare la produttivita,
ridurre i volumi occupati dalle macchine, migliorarne l'efficienza ed i costi di realizzazione
e gestione.

Intervengono:

Tecnologia ed applicazioni Direct Drive nell'industria del packaging

Alessandro Massola, INA SCHAFFLER

Utilizzo dei motori direct drive per semplificare il progetto delle macchine automatiche
Giugliano Menegoz - Davide Torresan, MONDIAL

Motori coppia nelle macchine etichettatrici: una soluzione flessibile e cost-effective
Marco Gavesi, NITEK

SUWWW.MECFORPACK.IT
\TUITAMENTE LA CARD D'INGRESSO IN FIERA

9:30-12:00
CONVEGNO: Rumore, vibrazioni e manutenzione predittiva
Organizzato da ASSIOT - Associazione Italiana Costruttori Organi
di Trasmissione e Ingranaggi

Chair: Demetrio Bazzotti, Segretario Generale ASSIOT
Intervengono:

La rumorosita nei cuscinetti volventi: una nuova generazione 'silenziosa' (e piu'
efficiente)

Franco Fontana, SCHAEFFLER [TALIA

Manutenzione Predittiva su riduttori utilizzati in impianti complessi

SEW EURODRIVE

Monitoraggio ed interventi di equilibratura per ridurre le cause di vibrazioni e
rumorosita

CEMB

SALA 4

9:30-12:00
CONVEGNO: Progettazione integrata meccanica elettronica e software
Chair: Marcello Pellicciari, UNIMORE e INTERMECH

Intervengono:

Progettazione virtuale delle macchine: simulazione, analisi e ottimizzazione delle prestazioni
grazie all'interazione tra progettazione meccanica, tool per la selezione dei componenti e
software di programmazione dei controllori motion

Mario Pennone, ROCKWELL

La simulazione a calcolatore come strategia di innovazione e di riduzione dei tempi e dei costi
di sviluppo

Mauro Faccin, SIEMENS

Metodologie per la progettazione di macchine: prototipazione di sistemi di controllo macchine,
veloce e a basso costo

Lodovico Menozzi, NATIONAL INSTRUMENT

Integrazione del progetto e dell' esecuzione di camme elettroniche ad alte prestazioni
Martino Caranti, GE General Electric

Un esempio di progettazione integrata

Marcello Pellicciari, UNIMORE

14:30-17:00
CONVEGNO: Robot Paralleli nel Packaging

Chair: Mario Salmon, Coordinatore Scientifico MECFORPACK

Intervengono:

II progettista del primo e piti diffuso robot parallelo illustra le applicazioni e le evoluzioni di
questi sistemi

Marc-Olivier Demaurex, BOSCH

Utilizzo di sistemi di controllo aperti per robot paralleli e tradizionali

Antonio Marra, ELAU

Robomacchina: I'evoluzione della macchina automatica

Andrea Zecchini, CTPACK / divisione VORTEX

Presa robot specifica per il packaging

Riccardo Borghi - SCHUNK

14:30-17:00

CONVEGNO: Packaging 2010:

Nuovi Materiali, Efficienza Energetica, Ambiente

Organizzato da MaTech

| tecnici MaTech, il centro di ricerca materiali del Parco Scientifico e Tecnologico Galileo,
presenteranno le ultime novita in termini di materiali e tecnologie di processo applicabili
al mondo del packaging, in coerenza con le piti recenti evoluzioni del mondo industriale
ed economico: biopolimeri strutturali, rinforzi per compositi a base naturale, polimeri
espansi derivati della soia, rivestimenti strutturali a basso impatto energetico, metalli
leggeri da iniezione.

PROGRAMMA AGGIORNATO AL 6 OTTOBRE 2009 - SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI
AGGIORNAMENTI SU WWW.MECFORPACK.IT

SALA 4

12 NOVEMBRE 2009

13 NOVEMBRE 2009
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ADVANCED MOTION CONTROLS
ACS DATA SYSTEMS
AGIOTECH

ALUMAG TECHNOLOGY
ANALYS

ARANCHO

ASSET

ASSIOT

ASSOCIAZIONE MECCANICA
ASSOMOTORACING

B.R.D.

BEST FINISHING

BODYCOTE

BOZZI & FIGLI LAVORAZIONI
MECCANICHE DI PRECISIONE
CATE

CAV. LEO BALESTRI

CDS CAM DRIVEN SYSTEMS -
BETTINELLI

CERMA

CF3000

CHIARAMONTI

CMS

CMS DI TONON

CNA PRODUZIONE
CONSORZIO SINERGITEC
CREAFORM

CRIT RESEARCH
CROMONICHEL

DI.CO. SERVICE

DKM CO.

ECA CONSULT

EDIBIT

EDITECH

EDITORIALE DELFINO

ELAU SYSTEMS ITALIA

ELFO.IT

ENERGY GROUP

EUROPASS

EXEL

F.LLI ACCIUFFI

FOREMA

GALMAR DI GALLETTI ERMANNO & C.
GD

GHA EUROPE

GRAFITE

HTM RACING

IMA GROUP
IMBALLAGGINET

ISTITUTO ITALIANO DELLA
SALDATURA

ITALFINISH

J PUBLISHING & MEDIA
KABELSCHLEPP ITALIA
LAFER

LAM TECHNOLOGIES
LAMIFLEX

LEE SPRING

LINMOT- NTI

LUALMA ANODICA

MAE - AMETEK TECHNICAL &
INDUSTRIAL PRODUCTS
MARCHESINI GROUP
MARZORATI Tl

MATECH

MATTIOLI COSTR. MECC.
INGRANAGGI

METAL T.I.G.

MISSLER SOFTWARE GROUP
MISSLER SOFTWARE ITALIA
MODENA AVIO ENGINES
MODENA CENTRO PROVE
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MOLLIFICIO ITALIANO
MONTEVENDA ENGINEERING
MONTI ENGINEERING
NANOPROM

NCS - NEW CAST SERVICES
NEWCAST SERVICE

OBJET GEOMETRIES
OFFICINA MECCANICA TEGLIA
OMV DI ZACCARINI E C.
ORAL ENGINEERING
OVERMACH

PAMOCO

PROTOSERVICE

PST GALILEO

REER

ROCKWELL AUTOMATION
RONDINE MOTOR

SACMI

SANG-A PNEUMATIC CO.
SEIDO

STUDIO GA

STUDIO PEDRINI

TECHNE'

TECHNIMOLD SISTEMI
TECHNOSOFT
TECNALIMENTARIA

TECNO TIG

TETRA PAK

TNT RACING

UNITEC

VALERI CONSULENZA INDUSTRIALE
VAL-PO-CI
WWW.MECCANICAITALIA.IT
XC ENGINEERING

ZOCCA RIVESTIMENTI
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COMESARRIVARESSSSSSNN  PATROCINI

ADACI Ass. Italiana di Management degli Approvvigionamenti
Direzione A13 Padova AIAS Ass. Italiana per I'Analisi delle Sollecitazioni
Direzione A1 Milano-Firenze AIPI Associazione Italiana Progettisti Industriali
> A22 Brennero AlM Ass.ltaliana di Metallurgia
AM Ass. Meccanica
ANIPLA Ass. Nazionale Italiana per I'Automazione
APRI Ass. Italiana di Prototipazione Rapida
ASSIM Ass. Italiana Ingegneri dei Material
ASSIOT Ass. Italiana Costruttori Organi di Trasmissione ed Ingranaggi
ASSODESIGN Ass. Culturale Storia e Tecnica del Design Industriale
ASSOMOTORACING  Ass. Culturale Storia e Tecnica del Motorismo da
C ; Competizione
VB"IOQ“GF'ere (o] %ﬂ’éﬁﬂanm ASSOPROMAG Ass. Culturale Promozione Leghe di Magnesio e Tecnologie
Connesse
CNA Produzione Confederazione Naz. dell’Artigianato e della Piccola e
Media Impresa
CRIT Research Centro di Innovazione e Brokeraggio Tecnologico
FAST Federazione delle Ass. Scientifiche e Tecniche
Centro Storico FEDERACCIAI Federazione Imprese Siderurgiche Italiane
FIRE Federazione Italiana per I'Uso Razionale dell’Energia
GALILEO Parco Scientifico e Tecnologico
P lIR Istituto Italiano del Rame
Direzione A14 Ancona IS Istituto Italiano della Saldatura
MATECH Materiali Innovativi
. . L . NAFEMS ITALIA The International Association for the Engineering Analysis
Arrivare all'Ingresso Piazza Costituzione -Padiglione 19 Community
in AEREO  da Aeroporto Internazionale Guglielmo Marconi: servizio AEROBUS BLQ OCTIMA Org?mzzan_one per la Grescita Culturale & Tecnologica
Servizio: Aeroporto-Fiera* dell Indqstrla dei Manufattl in Materlall Ayanzatl .
SINERGITEC Consorzio per la Ricerca e la Produzione di Componenti
in TRENO da Stazione Centrale: AUTOBUS 35, 38 e navetta F* in Magnesio con Processo Thixomolding
in AUTO  m da autostrade provenienti da Firenze, Milano, Ancona e Padova: SIRI Ass. Italiana di Robotica e Automazione
Uscita dal casello BOLOGNA FIERA sullautostrada AL4 UNINDUSTRIA BOLOGNA

M Tangenziale uscita 7 per Ingresso Piazza Costituzione
Viale Aldo Moro/Piazza Costituzione

da CENTRO Bologna AUTOBUS 28, 35 e 38
* servizio durante le manifestazioni fieristiche

In caso di mancato recapito
p Osratarg et inviare allufficio di Bologna CMP

creative perla restituzione al mittente

che siimpegna a corrispondere
. CN/BO0S42/2002 i dirti postali,
BOIog na Flere Posteitaliana

BlickDesign (B0)





